Teplovodiva pasta GD-3, 3g, 7,5 W/m-K

Koéd produktu: AM6848
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Varianty produktu:

Parametry produktu:

Barva: Seda
Max. provozni teplota: 120 °C
Tepelnd vodivost: 7,5 W/mK

Popis vyrobku:

Teplovodiva pasta GD-3 je urena pro zlepSeni prenosu tepla mezi elektronickou soucdastkou a chladi¢em. Pouziva se pri montdzi
nebo servisu procesorll, LED prvkd a dalSich tepelné zatizenych komponent, kde poméha vyplnit mikroskopické nerovnosti mezi
dosedacimi plochami.

Technické specifikace

Oznaceni: GD-3

Typ produktu: teplovodivéa pasta

Baleni: injek¢ni strikacka

Barva: Seda

Hmotnost napiné: 3 g

Tepelnéa vodivost: 7,5 W/m-K

Mérnd hmotnost: 2,5 g/cm3

Provozni teplota: -35 az +120 °C

Urceni: pro procesory, LED a dalsi soucasti s pozadavkem na odvod tepla

Funkce a vlastnosti

» SlouZi jako teplovodivé rozhrani mezi soucastkou a chladi¢em.

» Strikackové provedeni umoznuje presnéjsi davkovani pri nanaseni.

« Seda pasta je ur¢ena k aplikaci na dosedaci plochy chlazenych prvkd.

* Vhodna pro pouZiti v elektronice a pfi montdazi chladi¢l na polovodi¢ové prvky.

Idealni pro

* Montaz a servis procesord.

¢ Aplikace s LED moduly a LED chladici.

¢ Elektronické soucdastky vyzadujici prenos tepla na chladic.
* Servisni a montazni prace v oblasti chlazeni elektroniky.

Obsah baleni

¢ 1x teplovodiva pasta GD-3 ve strikacce, 3 g

Proc zvolit tento produkt

¢ Jasné urceny produkt pro tepelné spojeni mezi souc¢astkou a chladi¢em.

¢ Znama hodnota tepelné vodivosti uvedend ve vstupnich podkladech.

¢ Strikackové baleni usnadnuje kontrolované nanaseni.

¢ Vhodné provedeni pro servis, Gdrzbu i novou montdz elektronickych zarizeni.

Pokyny k instalaci a provozu

* Pred aplikaci oCistéte a odmastéte obé dosedaci plochy.

¢ Pastu nanéasejte v tenké souvislé vrstvé pouze na urc¢enou kontaktni plochu.

* Nadmérné mnozstvi mlze zhorsit kvalitu tepelného spojeni a znecistit okolni ¢asti.
¢ Po aplikaci zajistéte spravné pritlaceni chladice k soucastce.

Bezpecnostni upozornéni
¢ Produkt pouzivejte pouze k prenosu tepla mezi vhodnymi kontaktnimi plochami.

* Zabrante kontaktu pasty s konektory, kontakty a dalsimi ¢astmi, které nejsou urc¢eny k nanaseni.
¢ Neaplikujte na zafizeni pod napétim.




¢ Uchovavejte mimo dosah déti.
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